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1. 회사개요및산업

회사 개요

• 법인명 : ㈜오로스테크놀로지

• 대표이사 : 이준우, 최성원

• 임직원수 : 국내 203명 / 해외 19명

• 업종 : 반도체 계측 및 검사 장비업 (Metrology & Inspection)

• 주요 제품 : Overlay (Frond & Back End) 외

• 주요 개발 제품 : Thinfilm (Front) & Back End 외

• 홈페이지 : http://www.aurostech.com

• 본사 및 연구소 : 경기 화성시 동탄산단6길 15-23 (Overlay 외)

• 연구소2 : 경기 화성시 동탄첨단산업1로27 IX타워 A동 3층 (Thinfilm)

• 국내지점 : 이천(1), 청주(1), 평택(1)

• 해외법인 및 지점 : 미국법인(1), 중국법인(2), 싱가폴법인(1) 및 일본지점(1)

• 최대주주 : FST(33.5%)

주요 임직원 현황

MI Industry Summary

1p

Global MI 전문기업을위한개요및산업 Summary
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2. 회사연혁및실적

2p

Global MI 전문기업을위한 History & 산업군 Margin(고부가가치)
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3. 조직도

3p

Global MI 전문기업으로거듭나기위한조직도
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4. Overlay (Front End)

4p

Global MI 전문기업으로거듭나기위한 주력 Overlay
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4. Overlay (Front End)

5p

Global MI 전문기업으로거듭나기위한 Overlay R&D 진행중
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5. 경영전략

Japan, Front End 진출 (평가)

6p

Global MI 전문기업으로거듭나기위해제품및고객사다변화

Glass기판, PCB 진출 (평가)

METIS(Large Area Scanning)

2D, 3D Inspection System
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6. R&D 진행중 (Thinfilm_Front End)

7p

Global MI 전문기업으로거듭나기위한 Front End MI 라인업 R&D 진행중
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IR Overlay 계측장비
HE-900ir

본딩용 Overlay 계측장비 HE-900ir 고객사 First 업체로진입 도전

7. R&D 완료후고객진입 (IR Overlay_Back End)

8p

Global MI 전문기업으로거듭나기위한 Advanced Packaging MI 라인업 R&D 진행중
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PAD Overlay 계측장비
HE-900 PAD

오버레이 특화기술바탕개발 출시 HE-900 PAD 고객사 복수대장비 공급

7. R&D 완료후고객진입 (Pad Overlay_Back End)

9p

Global MI 전문기업으로거듭나기위한 Advanced Packaging MI 라인업구축
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Warpage 계측장비
WaPIS-30

WLP 공정내 Warpage 계측 수요증가로 제품공급확대

7. R&D 완료후고객진입 (Warpage_Back End)
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Global MI 전문기업으로거듭나기위한 Advanced Packaging MI 라인업구축
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7. R&D 완료후고객진입 (Bump_Back End)

2D&3D Bump 계측장비
METIS (PS0253)

HBM DRAM Die

Logic Die Processor Die

Interposer

Package Substrate

Global MI 전문기업으로거듭나기위한 Advanced Packaging MI 라인업구축

차세대 기판 Glass Substrate 시장 선도 2D&3D MI 솔루션제공

• Large Area Scanning 측정

방식으로대면적검사수행

• GPU 기반대용량 data 고속처리

Bump는칩-기판전기적연결의핵심구조로수천~수십만개의 Bump 정밀계측필요

 WLI (White Light Scanning Interferometry) 방식높은정확도, 측정오차최소화

11p
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THANK YOU. Q&A.


